
混合式课堂教学设计 

项目（任务） 什么是 SMT 

周  次 1 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） SMT特点、SMT工艺及生产流程、SMT 设备 

2 学习目标 

1、 理解 SMT 的含义； 

2、 熟悉电子产品制造中的主要工艺及生产流程； 

3、 熟悉 SMT 生产线的设置。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

① 预习职教云平台上什么是 SMT 下的资源：课件、微课、视

频、动画 

② 平台开展讨论：哪些产品与ＳＭＴ相关 

③ 走进实验室，进行ＳＭＴ感知 

④ 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 
ＳＭＴ概念、SMT 特点、SMT 主要工艺及流程、SMT 设备及功

能 

6 学习检测 完成平台上第 1 次课测试题 

7 
学习活

动设计 

① 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

② 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

③ 实施学习计划 

④ 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

⑤ 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

假如让你负责某小型企业 SMT 生产线的搭建，你会怎么配置？为什

么？ 

实验： 

走进 SMT 实验室，认识 SMT 设备 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第一节内容：刚性电路板组装准备 

观看资源： 

       课件：什么是 SMT 

       动画：表面组装技术模拟动画 

       视频：表面组装技术生产视频 

课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

 1、SMT 概念 

表面组装技术                          

Surface Mounted Technology 

组装过程：将表面组装元器件贴装到指定的涂覆了焊膏或粘结剂的 PCB



焊盘上，然后经过再流焊或波峰焊使表面组装元器件与 PCB 焊盘之间建立

可靠的机械和电气连接。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、SMT 主要生产工序 

① 印刷：指将焊膏印刷在 PCB 指定焊盘上。 

② 贴片：将元器件贴装到指定焊盘上。 

③ 回流焊：采用回流焊炉使焊膏熔融再流，最后再冷却凝固形成焊点。  

⑤  检测返修：为了确保焊接质量而进行的检测，可人工与机器检测。 

3、SMT 设备 

印刷机、贴片机、回流焊炉、波峰焊机、自动上板机、下板机 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点知识讲解：SMT 主要工序、典型 SMT 设备品牌及功能 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 

 



项目（任务） 生产文件识读 

周  次 1 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：BOM 表结构及作用、SOP作用及规范 

技能点：BOM 稽核、SOP 编制 

2 学习目标 

1、 掌握 BOM 结构及组成； 

2、 熟悉 SOP 作用及编写规范； 

3、 掌握 BOM 稽核及 SOP 编制方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

⑥ 预习职教云平台上识读生产文件下的资源：课件、微课、视

频、动画 

⑦ 平台开展讨论：为什么要用 BOM、SOP  

⑧ 走进实验室，查看企业真正的 BOM 与 SOP  

⑨ 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 BOM 结构、作用、SOP 作用、稽核与编制方法 

6 学习检测 完成平台上第 2 次课测试题 

7 
学习活

动设计 

⑥ 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

⑦ 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

⑧ 实施学习计划 

⑨ 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

⑩ 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

给学生一份实际产品的 BOM 表，请查证是否有问题，若有，是什么问

题？ 

编制一份作业指导书（以课前准备为例） 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第一节内容：刚性电路板组装准备 

观看资源： 

       课件：如何识读生产文件、BOM 应用案例 

       微课：如何稽核 BOM 表 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、BOM 概念 

   生产物料清单、BILL Of Materail 

2、组成、作用 

从结构上，最基本的 BOM 表要标明位号和规格号，详细的 BOM 表要

注明产品型号、版本号、制定日期、文档编号、总的页数；从内容和框架

上，BOM 中有成品料号、阶次、物料编号、位号、规格、用量、插件位置、

工艺等总计八项，其中位号、规格是最基本的要求。 

作用：领料依据、生产成本核算、用料依据等等  

3、SOP 作用及编制规范 



重点知识讲解：BOM 稽核与 SOP 编制 

位号栏的稽核： 

一是同一位号栏不能出现重复相同的位号，二是不同位号栏不能出现

重复相同的位号，三是位号尽量采用单独位号，不要用“—或~”做连续符

号，四是位号栏不能将 SMT 的物料标成插件的位号，五是 BOM 中有的位

号，实物 PCB 板上也要有，六是 BOM 不要贴的位号，BOM 中需要直接删

除，不要写 NC。 

规格栏的稽核： 

一是所有电阻电容件不能出现只有数值而没有单位，二是所有电阻电

容件均需标明尺寸、精密度、功率、耐压值等基本要求，三是所有电阻电

容件数值标识方法需统一，四是物料规格一样的，位号栏需要合并成一个，

五是物料规格需能清楚的标识非 CHIP 件的封装。 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 

 



项目（任务） 生产环境感知 

周  次 2 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：SMT 生产环境要求、静电防护原则及实施 

技能点：静电防护的具体要求 

2 学习目标 

1、 掌握 SMT 生产车间的基本环境要求； 

2、 熟悉静电产生及危害； 

3、 掌握静电防护原则及方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

⑩ 预习职教云平台上生产环境感知下的资源：课件、微课、视

频 

⑪ 平台开展讨论：为什么防静电，如何防静电 

⑫ 走进实验室，了解车间中静电防护具体做法  

⑬ 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 车间环境基本要求、静电产生与危害、静电防护原则及做法 

6 学习检测 完成平台上第 3 次课测试题 

7 
学习活

动设计 

⑪ 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

⑫ 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

⑬ 实施学习计划 

⑭ 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

⑮ 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

走进实验室，请详细说明我院电子产品制造中心是如何防静电的?是如

何保证车间环境要求的？ 

你知道静电是怎么产生的吗？对电子产品有哪些危害？ 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第一节内容：刚性电路板组装准备 

观看资源： 

       课件：车间如何防静电、SMT 车间环境 

       微课：如何防静电 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、SMT 车间环境要求：温度、湿度、照明、电源、气源等等 

①电源 

单相 AC220V±10%，AC380V，50/60HZ，应采用三相五线制的接线方法，

并要求良好接地，电源电压稳定。 

②气源 

为印刷机、贴片机等设备提供工作动力的，一般要求气源压力大于

7Kg/cm2，且要求气源洁净、干燥。 

③温度、湿度 

温度最佳控制范围是 23±3℃，湿度一般要求控制在 RH40%～70%。 



④排风 

主要针对回流焊炉和波峰焊炉提出的，目的是排除助焊剂挥发物，通

常配置的排风机，对于热风再流焊炉一般要求排风管道的最低流量值为

14.15m3/min。 

⑤照明与洁净度 

SMT 车间内应有良好的照明条件，理想的照度为 800LUX～1200LUX(注:

距地面高度 800mm 处测量)，至少不能低于 300LUX。 

洁净度要求 SMT 车间应保持清洁卫生，无尘土、无腐蚀性气体。在空调环

境条件下，要定时进行换气，保有一定的新鲜空气，尽量将 CO2 含量控制

在 1000ppm 以下，CO 含量控制在 10ppm 以下，以保证人体健康。 

⑥厂房地面承载 

SMT 设备一般采用联线安装的方式，因而生产线的长度较长，总重量

将超过 6000kg，因而对厂房地面的承重能力有较高的要求。厂房地面承载

能力一般要求 7.5～10KN/m2。 

2、SMT 车间静电防护 

①静电产生及危害 

静电主要是由摩擦产生的，电子产品生产中，静电的危害主要导致半

导体器件的击穿或者二次击穿。 

②静电防护 

人： 

要求员工在生产车间必须戴上防静电帽、穿上静防护服和防静电鞋，

当碰半导体器件、PCBA 时必需要戴上防静电手环。 

机： 

生产设备要作良好的接地，注意这里的接地是指电源的交流接地 

料： 

运输 PCB、物料的箱、盒、包装袋都必需是由防静电材料做成，承载

物的工作台还必需良好接地。 

法： 

生产中必需严格遵守作业指导书，特别是遵守静电防护安全规范。 

环： 

生产车间要保持一定的湿度，不能太干燥，车间地面需要铺设防静电

漆（地板或革），并需良好接地，重要工作区域需以静电防护标签进行标识。 

重点知识讲解：静电防护原则及实施 

学习效果检测：平台自测 
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教学设
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项目（任务） 焊膏的选用 

周  次 2 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：焊膏的组成、特性、使用规范 

技能点：焊膏的选用 

2 学习目标 

1、 掌握焊膏的组成、特性及使用规范； 

2、 熟悉焊膏搅拌的工艺要点； 

3、 掌握焊膏选用的方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

⑭ 预习职教云平台上焊膏选用下的资源：课件、微课、视频 

⑮ 平台开展讨论：焊膏选用时，应考虑哪些因素？ 

⑯ 走进实验室，进行焊膏搅拌操作感受 

⑰ 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 焊膏的组成、特性、使用规范 

6 学习检测 完成平台上第 4 次课测试题 

7 
学习活

动设计 

⑯ 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

⑰ 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

⑱ 实施学习计划 

⑲ 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

⑳ 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

 假如让你进行焊膏使用前的准备，你会如何做?请就此编写一份焊膏

使用作业指导书。 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第二节内容：刚性电路板组装印刷 

观看资源： 

       课件：锡膏选用 

       视频：焊膏存储和搅拌、焊膏的回温 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、焊膏的组成及各部分作用 

金属颗粒+助焊剂 

（质量百分比金属颗粒 90～90.5%；体积百分比金属颗粒大约为 50%） 

① 金属颗粒是焊膏的主要成分，其成份、形状和尺寸是决定焊膏特性以及

焊点质量的关键因素。 

② 助焊剂作用 

      去除金属表面其锡膏的氧化膜；   

降低熔融焊锡的表面张力； 

防止焊接中的再氧化。 



 

2、焊膏的特性 

  触变性、润湿性、滚动型、印刷性 

3、焊膏使用规范 

保存：冷藏保存，一般保存温度为 2～10℃ 

回温：一般回温时间约为 4～8 小时 

回温注意事项：在焊膏未回温到室温前，切勿打开容器或搅拌焊膏。未完

全回温到室温就使用，焊膏会冷凝空气中的水气，造成结露现象。同时必

须是自然回温，切勿强制加热回温，因为加热可能会造成助焊剂等成分析

出。所以最简单的回温方式就是在使用的前一天晚上，将焊膏拿出冷藏柜

放置于室温下。 

搅拌：在回温完成后，为确保焊膏内的所有成分是均匀混合的，利用刮刀

或混合器搅拌焊膏。手工搅拌时要固定向一个方向搅动，直搅到焊膏像粘

稠的浆糊一样，用刮刀挑起能够自然地分段落下，说明可以使用。最好使

用离心式焊膏自动搅拌机来搅拌，可使焊膏与空气隔离，防止氧化，避免

人工搅拌时在焊膏中残留空气泡、截留湿气现象，进而使印刷效果更好。

一般人工搅拌需４分钟左右，机器搅拌在１～３分钟。 

 

重点知识讲解：焊膏的使用规范 

学习效果检测：平台自测 
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项目（任务） 模板的选用 

周  次 3 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：模板的作用、结构、参数、定制与验收项目 

技能点：模板的选用 

2 学习目标 

1、 掌握模板的作用、结构； 

2、 熟悉模板定制与验收的方法； 

3、 掌握模板选用的方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

⑱ 预习职教云平台上模板选用下的资源：课件、微课、视频 

⑲ 平台开展讨论：哪种工艺制造的模板性能最优越？为什么？ 

⑳ 走进实验室，感受模板 

21 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 模板的结构、作用及定制与验收 

6 学习检测 完成平台上第 5 次课测试题 

7 
学习活

动设计 

21 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

22 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

23 实施学习计划 

24 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

25 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

 假如让你如何某产品的钢网定制，该如何做？请详细说明 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第二节内容：刚性电路板组装印刷 

观看资源： 

       课件：模板选用、模板设计案例 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、模板结构及作用 

 

（1）模板材料(Sheet material)：一般用不锈钢薄板材料，特殊要求用塑料。 

（2）外框(Frame)：外销框(铝框)尺寸一般按印刷机说明中规定的尺寸而定。 

（3）丝网(Mesh)：用于模板张网用的丝网材料，是保证印刷精度及长期使



用精度﹑寿命的关键材料。高要求模板丝网，大多数采用不锈钢材料，少

数用聚脂材料。 

（4）粘胶剂(Adhesive):粘剂强度和抗剪切力要大，并且耐溶剂﹑耐高温。 

2、模板性能的主要参数 

开口率：开口面积与焊盘面积的比值 

宽厚比：卡口宽度与开口厚度比值 

面积比：开口面积与开口孔璧面积的比值 

3、模板定制与验收 

重点知识讲解：模板的定制与验收 

学习效果检测：平台自测  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 刮刀的选用 

周  次 3 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：刮刀的作用、刮刀材质、刮刀验收、刮刀安装 

技能点：刮刀的选用 

2 学习目标 

1、 掌握刮刀的作用及不同材质刮刀特点； 

2、 熟悉刮刀安装与验收方法； 

3、 掌握刮刀选用的方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

22 预习职教云平台上刮刀选用下的资源：课件、微课、视频 

23 平台开展讨论：哪种材质的刮刀适合大间距印刷？ 

24 走进实验室，感受刮刀 

25 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 刮刀的作用、刮刀材质、刮刀安装与验收 

6 学习检测 完成平台上第 6 次课测试题 

7 
学习活

动设计 

26 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

27 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

28 实施学习计划 

29 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

30 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

 刮刀有使用寿命吗？如何确定？请详细说明。 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第二节内容：刚性电路板组装印刷 

观看资源： 

       课件：刮刀选用 

       视频：刮刀动作、刮刀清洗 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

     刮刀作用 

     刮刀材质及工作特点 

     刮刀安装与验收 

重点知识讲解：刮刀验收 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 印刷参数的设定 

周  次 4 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 

知识点：印刷参数类型、印刷参数设定方法、印刷参数设置不

当对印刷结果的影响 

技能点：日立印刷机印刷参数的设定 

2 学习目标 

1、 熟悉印刷参数设定步骤； 

2、 熟悉印刷主要工艺参数设定方法； 

3、 掌握日立印刷机印刷参数设定方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

26 预习职教云平台印刷参数设定下的资源：课件、微课、视频 

27 平台开展讨论：印刷中有哪些属于主要工艺参数？ 

28 走进实验室，感受日立印刷机印刷参数设定过程 

29 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 
印刷参数设定步骤、设定方法、印刷参数设定不当对印刷结果

的影响 

6 学习检测 完成平台上第 7 次课测试题 

7 
学习活

动设计 

31 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

32 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

33 实施学习计划 

34 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

35 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

刮刀压力、速度、角度对印刷结果有何影响？ 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第二节内容：刚性电路板组装印刷 

观看资源： 

       课件：印刷参数设定 

       视频：印刷机动作过程 

       动画：印刷机操作 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、印刷参数设定步骤 

印刷条件设定        印刷条件确认         标记登录      对位确认 

2、印刷参数设定方法 

基板参数设定： 

 X (长)：基板流向方向尺寸 (X 轴方向尺寸) 

 Y (宽)：与基板流向成 90°方向尺寸 (Y 轴方向尺寸) 

 T (厚)：基板厚度 

 Mark  (X, Y)：一般以基板左下角为原点 

刮刀参数设定： 



 开始位置 A, B：刮刀 A 和 B 开始所处位置 

 结束位置 A, B：刮刀 A 和 B 结束所处位置 

 印刷压力 A, B：刮刀 A 和 B 印刷压力 

 速度 A, B ：刮刀 A 和 B 印刷速度 

 上升延迟时间：刮刀移动后至上升的等待时间 

离网参数设定： 

 下降延时时间：工作台从开始下降到最低点所使用的时间 

 离网速度：离网时的平均速度 

 离网距离：离网时的运动距离 

钢网清洁参数设定： 

  清洁间隔时间：钢网清洁间隔时间由印刷基板数量而定 

  循环模式及清洁反复次数 

  近边位置：清洁区近边位置 

  远边位置：清洁区远边位置 

  移动速度：清洁速度 

焊膏添加参数设定： 

  间隔时间：焊膏添加间隔时间由印刷数量决定 

自动：焊膏自动添加时，蜂鸣器鸣响 

手动：需要手动添加焊膏时，蜂鸣器鸣响 

  间隔时间  焊膏添加间隔时间由印刷基板个数而定  

  添加位置  焊膏添加位置  

 焊膏添加器移动开始的延迟时间：焊膏添加开始后，至焊膏添加器开

始时的等待时间  

 焊膏添加器回原点的延迟时间：焊膏添加停止后，至焊膏添加器回原

点的等待时间 

3、印刷主要工艺参数 

刮刀压力：刮刀在运动时施加在焊膏上使其滚动的力，即通常所说的印刷

压力，印刷压力不足时会引起焊膏刮不干净，如果印刷压力过大时又会导

致模板背后的渗漏。 

刮刀速度：刮刀速度快，焊膏所受的力也变大。但如果刮刀速度过快，焊

膏不能滚动而仅在印刷模板上滑动，因为焊膏流进窗口需要时间，最大的

印刷速度应保证 QFP 焊盘焊膏印刷纵横方向均匀、饱满，通常当刮刀速度

控制在 20～40mm/s 时，印刷效果最好。有窄间距、高密度图形时，速度

可慢一些。 

刮刀角度：刮刀角度影响到刮刀对焊膏垂直方向力的大小，夹角越小，其

垂直方向的分力越大，通过改变刮刀角度可以改变所产生的压力。刮刀角

度通常设定为 60 度或 45 度，以 60 度刮刀较佳。 

重点知识讲解：印刷参数设定 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 焊膏的印刷 

周  次 4 星  期 31 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：焊膏印刷方法及工艺要点 

技能点：实施焊膏的印刷 

2 学习目标 

1、 熟悉焊膏印刷方法及工艺要点； 

2、 熟悉焊膏不同印刷方式使用场合； 

3、 掌握日立印刷机焊膏印刷操作。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

30 预习职教云平台焊膏印刷下的资源：课件、微课、视频 

31 平台开展讨论：焊膏自动印刷中的应注意哪些事项？ 

32 走进实验室，感受日立印刷机焊膏印刷过程 

33 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 焊膏印刷工艺原理、印刷方式及工艺事项 

6 学习检测 完成平台上第 8 课测试题 

7 
学习活

动设计 

36 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

37 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

38 实施学习计划 

39 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

40 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

焊膏自动印刷工艺流程及注意事项 

 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第二节内容：刚性电路板组装印刷 

观看资源： 

       课件：焊膏印刷、焊膏印刷机认识 

       视频：焊膏印刷动画、PCB 定位过程、印刷工艺过程 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

    焊膏手动印刷方式及场合、注意事项 

    焊膏自动印刷方式及场合、工艺事项 

    重点知识讲解：焊膏自动印刷 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 焊膏印刷缺陷判定 

周  次 5 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：焊膏印刷缺陷判定标准、印刷缺陷原因分析及改善 

技能点：焊膏印刷缺陷判定 

2 学习目标 

1、 熟悉焊膏印刷方法及工艺要点检验标准； 

2、 熟悉焊膏印刷缺陷分析及改善； 

3、 掌握常见印刷缺陷判定。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

34 预习职教云平台焊膏印刷缺陷判定下的资源：课件、微课、

视频 

35 平台开展讨论：为什么会产生印刷缺陷？从哪几方面进行缺

陷原因查找？ 

36 走进实验室，感受印刷缺陷 

37 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 焊膏印刷检验标准、印刷缺陷分析方法 

6 学习检测 完成平台上第 10 课测试题 

7 
学习活

动设计 

41 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

42 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

43 实施学习计划 

44 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

45 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

印刷桥连产生原因，用鱼骨图法分析。 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第二节内容：刚性电路板组装印刷 

观看资源： 

       课件：印刷缺陷判定、印刷拉尖 

       微课：如何判定印刷拉尖 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、焊膏印刷检验标准 

CHIP 件： 

①钢网的开孔有缩孔，但焊膏仍有 85%覆盖焊盘；②焊膏量均匀；③焊膏

厚度在要求规格内。 

SOT： 

①焊膏量均匀且成形佳；②厚度满足规格要求；③焊膏覆盖 85 以上焊盘； 

④偏移量少于 15%焊盘。 

二极管、三极管： 

①焊膏量足；②焊膏覆盖焊盘 85%以上；③焊膏成形佳。 



间距为 1.25mm： 

①焊膏印刷成形佳；②虽有偏移，但未超过 15%焊盘；③焊膏厚度满足测

试要求。 

间距为 0.8~1.0mm： 

①焊膏成形虽不佳，但仍未将元件脚包满锡；②焊膏偏移未超出 15%焊盘。 

2、焊膏印刷检验项目 

 印刷位置、 焊膏印刷量 

3、焊膏印刷缺陷原因分析 

 

原因：焊膏粘度太大；印刷速度过快；离网速度太快；模板开口内壁粗糙 

 

原因：印刷压力大；焊膏粘度较低；焊膏搅拌过度；PCB 与模板间隙较大 

 

原因：焊膏粘度低；焊膏搅拌过度；模板未及时清洁；印刷后放置时间长 

 

原因：PCB 与钢网未对准；PCBMARK 点图像不清晰；设备精度不够；人

员的责任心不够 

 

原因：离网速度过大；模板内壁粗糙；焊膏粘度较大；焊膏搅拌不充分 

 

原因：刮刀硬度不够；印刷压力太大；离网速度太大；模板内壁粗糙 

重点知识讲解：焊膏印刷缺陷分析 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 认识贴片式元器件 

周  次 6 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：贴片元件的外形、封装及阻值识读 

技能点：贴片元件的正确贴装 

2 学习目标 

1、 熟悉常见贴片元件的外形特征； 

2、 熟悉贴片元件的封装及阻值识读； 

3、 掌握贴片元件的贴装方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

38 预习职教云平台认识贴片元件下的资源：课件、微课、视频 

39 平台开展讨论：你知道如何确定元件贴装方向吗？ 

40 走进实验室，感受贴片元件 

41 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 贴片元件外形、封装、阻值及贴装 

6 学习检测 完成平台上第 10 课测试题 

7 
学习活

动设计 

46 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

47 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

48 实施学习计划 

49 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

50 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

请写出常见贴片元件有哪些？外形有什么特征？ 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第三节内容：刚性电路板组装贴片 

观看资源： 

       课件：如何识读贴片元件、如何贴装电解电容 

       微课：如何贴装电解电容 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、贴片电阻外形、封装、阻值识读 

 

外形特点：多数为黑色，方形，有正反面，正面有文字标识，另一面为白

色，贴装时正面朝上。 

封装（尺寸） 



英制：1206、0805、0603、0402、0201； 

公制：3216、2012、1608、1005、01005      前两位为长，后两位为宽 

例子：0805 表示 0.08(长)X 0.05(宽)英寸       1 英寸=25.4mm 

特殊的：公制 2125 表示长 2mm，宽 1.25mm 

阻值表示（数标法） 

①非精密贴片电阻(±5%)  

三位数字表示，其中前两位表示为有效数字，第三位表示倍数 10 的 n

次方 

②精密电阻(±1%) 

用四位数字表示，前三位为有效数字，第四位表示 10n  

2、贴片电容外形、封装、容值识读 

陶瓷电容：方形，灰色，无文字标识，无极性，容量小，体积也小   

铝电解电容：圆柱形；有极性，有文字标识， 

钽电解电容：方形，棕色，有极性 

            

3、贴片器件的引脚及类型 

贴片二极管有玻璃和塑封两种结构。二极管的负极用白色、红色或黑

色色环标识。 

 

翼形引脚：SOP、QFP   

     

J 形引脚：SOJ、PLCC    

      

球形引脚：BGA 

 
重点知识讲解：贴片元件识读技巧 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 供料器的选用 

周  次 6 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：元器件的包装、供料器的类型及工作原理 

技能点：供料器的选用、上料与下料 

2 学习目标 

1、 熟悉常见贴片元件的包装； 

2、 熟悉供料器的类型及选择方法； 

3、 会进行上料和下料的操作。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

42 预习职教云平台认识供料器选用下的资源：课件、微课、视

频 

43 平台开展讨论：你知道如何选用不同的包装方式吗？ 

44 走进实验室，感受包装及供料器 

45 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 贴片元件的包装、供料器的类型、上下料操作方法 

6 学习检测 完成平台上第 11 课测试题 

7 
学习活

动设计 

51 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

52 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

53 实施学习计划 

54 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

55 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

请写出各种包装方式使用场合？ 

你知道供料器的选择中应考虑哪些因素吗？ 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第三节内容：刚性电路板组装贴片 

观看资源： 

       课件：如何识读贴片元件包装、如何选用供料器 

       视频：供料器的选用 

       图片：包装、供料器 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、贴片元件的包装类型 

①编带式包装（TAPE） 



 

组成：带盘+编带，其中带盘上附有所包装元器件的基本信息 

纸带式：0805 规格(含)以下的电阻(容)使用 

材质分类 

塑带式：除了纸带包装剩下的元器件多半使用塑料包装 

宽度分类：有 8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm、56mm 等。 

编带上相邻两个组件之间的距离称为 PITCH，有 4 mm、8 mm、12 mm、16 

mm、20 mm 等。相邻两个同步孔之间的距离称为步距，有 2mm、4mm。 

带状供料器：按棘轮驱动方式分为电动式、气动式、机械式 

电动式：同步棘轮的运行依靠低速直流伺服电机的驱动。 

气动式：同步棘轮是依靠微型电磁阀来转换控制的 

机械式：棘轮传动机构依靠贴片头运动过程中向进给手柄加压来驱动同步

棘轮的前进。 

目前，主流机型贴片机供料器都以电动式供料器为主，少数采用气动，机

械式很少采用。 

带装供料器按料带宽度分为 8mm / 12mm / 16mm / 24mm / 32mm / 44mm / 

56mm 等；带装供料器按料包装材料分为纸带/塑料带/通用 

②管状式包装(Stick) 

管状式包装的每管零件数从数十颗到近百颗不等，适合于小批量需求

的客户；采用管状式包装组件主要有： SOP、SOJ、PLCC、SOJ 座、PLCC 座

等等；管中组件方向具有一致性，切不可装反。 

③盘状包装(Tray) 

大部分的 QFP、部分的 SOP、SOJ、PLCC 等使用 Tray 盘包装。 

TRAY 的规格通常是根据 TRAY 盘能够装 IC 的(宽与长)个数来表示.  

Tray 盘包装，QFP 的第一引脚都会朝同一方向。 

④散装料 

目前使用较少。 

2、供料器的类型及工作原理 

3、供料器的上料与下料及选用 

   接料胶带 

 重点知识讲解：供料器的选用及上下料  

学习效果检测：平台自测 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 贴片参数的设定 

周  

次 

7 星  期 1 节  次 34 

序

号 

项目 内容 

1 
知识点（技能

点） 

知识点：贴片参数设定步骤、贴片参数设定方法 

技能点：JUKI 贴片机贴片参数设定 

2 学习目标 

1、 熟悉 JUKI 贴片参数设定步骤； 

2、 熟悉 JUKI 贴片机贴片参数设定方法； 

3、 会进行 JUKI 贴片机贴片参数设定操作。 

3 学情分析 
部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生产线，对 SMT 有

了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的基础。 

4 学习计划 

46 预习职教云平台贴片参数设定下的资源：课件、微课、视频 

47 平台开展讨论：你知道 JUKI 贴片机贴片参数设定步骤吗？ 

48 走进实验室，感受 JUKI 贴片机贴片参数设定过程 

49 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 JUKI 贴片机贴片参数设定步骤、方法及操作要领 

6 学习检测 完成平台上第 12 课测试题 

7 

学

习

活

动

设

计 

56 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

57 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

58 实施学习计划 

59 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

60 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 

课

后

学

习

任

务 

作业： 

请写出 JUKI 贴片机主要设定贴片参数类型？ 

实验：结合某产品，请完成贴片参数设定。 

9 

课

前

学

习

任

务 

阅读教材： 

        第一章第三节内容：刚性电路板组装贴片 

观看资源： 

       课件：JUKI 贴片机编程、基板数据制作 

       视频：如何制作基板数据、JUKI 贴片参数设定 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 

课

上

学

习

任

务 

知识点讨论： 

1、JUKI 贴片机编程步骤 

 



 

2、贴片参数设定方法 

①基本设置 

基板 ID：主要功能是添加补充说明基板名的“注释”。通常最多由 32 个字符的字母、

数字及符号组成，通常用产品名称规格型号来表示，工程中也可以省略输入。 

定位方式：外形基准 、孔基准 

基板配置：单板、矩阵电路板、非矩阵电路板 

BOC 类型：Board Offset Correction ，也称基准标记 

坏板标记类型：针对拼板，为了不在有问题的电路上进行元件贴片而设置坏板标记。

生产前，用坏板标记传感器检测出各电路的坏板标记，识别为坏板标

记的电路将省略贴片。 

标记识别：多值识别、二值化识别 

②尺寸设置 

基板外形尺寸：基板流向尺寸为长，垂直方向为宽 

定位孔位置：不需要设定 

基板设计偏移量：基 板的端点到基板原点的位移 

贴片数据 

输入与贴片元件的贴片坐标相关的信息，多电路板时，输入基准电路的信息，贴片点

数最多为 3000 点。 

 

3、JUKI 贴片机参数设定要点 

重点知识讲解：贴片参数设定要点 

学习效果检测：平台自测 

11 

教

学

设

计

反

思 

 

 



项目（任务） 元器件的贴片 

周  次 7 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：贴片方法及使用场合、手工贴片工艺要点、自动贴片 

技能点：手工贴片与自动贴片的实施 

2 学习目标 

1、 熟悉常见贴片方法及使用场合； 

2、 掌握手工贴片的工艺事项； 

3、 能进行手工贴片与自动贴片操作。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

50 预习职教云平台实施元器件的贴片下的资源：课件、微课、

视频 

51 平台开展讨论：你进行过手工贴片吗？实施中有哪些问题？ 

52 走进实验室，感受自动贴片与手工贴片过程 

53 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 贴片方法、贴片工艺事项 

6 学习检测 完成平台上第 13 课测试题 

7 
学习活

动设计 

61 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

62 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

63 实施学习计划 

64 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

65 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

请写出手工贴片的工艺事项？ 

实验：结合某产品，请完成指定元器件的手工贴片和自动贴片。 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第三节内容：刚性电路板组装贴片 

观看资源： 

       课件：贴片机的操作、贴片工艺 

       视频：贴片模拟动画、自动贴片工艺、手工贴片过程 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、 什么场合使用手工贴片 

            

（1）新产品研制阶段的试制品 

（2）小批量量产制品 



（3）个别元器件的散件 

（4）无可装配的送料器的元器件 

（5）因引脚变形，校正后的元器件 

（6）组装密度很小的制品 

2、手工贴装顺序 

 先贴小组件，后贴大组件；先贴矮组件，后贴高组件 

3、手工贴装工艺要点 

①操作人员必须经专业培训合格后上岗 

②操作人员熟悉片式元器件种类、尺寸规格、阻容元器件阻容量表示法、

集成电路芯片引脚位置等，引脚间距 0.65mm 以下的窄间距器件应在 3～20

倍显微镜下贴装。 

③极性元器件的极性一定要与元器件位置图相符合 

④贴装前仔细核对工艺文件中所需贴装的片式元器件材料种类，熟悉将元

器件贴 

装在印制板上的位置。当确认贴装元器件及印制板上位置后方可贴装。 

⑤用贴装工具（镊子或吸笔）取起片式元器件对准所贴印制板贴装位置一

次性安放到位，禁止将元器件在印制板上推行到位，因为这样会造成贴片

胶污染片式元器件焊接端面或电路板焊盘或使焊膏脱离焊盘，引起焊接故

障及影响可靠性。 

⑥ 矩形、圆柱形 Chip 组件贴装：用镊子夹持组件，将组件焊端对齐两端焊

盘，居中贴放在焊盘焊膏上，有极性的组件贴装方向要符合图纸要求，确

认准确后用镊子轻轻揿压，使组件焊端浸入焊膏。 

⑦SOT 贴装：用镊子夹持组件体，对准方向，对齐焊盘，居中贴放在焊盘

焊膏上，确认准确后用镊子轻轻揿压组件体，使组件引脚不小于 1/2 厚度浸

入焊膏中，要求组件引脚全部防置于焊盘上。 

⑧SOP、QFP 贴装方法：器件 1 脚或前端标志对准印制板字符前端标志，用

镊子或吸笔夹持或吸取器件，对准标志，对齐两侧或四边焊盘，居中贴放，

并用镊子轻轻揿压器件体顶面，使组件引脚不小于 1/2 厚度浸入焊膏中，要

求组件引脚全部放置于焊盘上。引脚间距 0.6mm 以下的窄间距器件应在

3-20 倍显微镜下贴装。 

⑨.4SOJ、PLCC 贴装方法：SOJ、PLCC 的贴装方法同 SOP、QFP、由于 SOJ、

PLCC 的引脚在器件四周的底部，因此对中时需要用眼睛从器件侧面与 PCB

板成 45 度角检查引脚与焊盘是否对齐。 

4、自动贴片的工艺事项 

重点知识讲解：自动贴片工艺要点 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 贴片缺陷判定 

周  次 8 星  期 1 节  次 34 

序

号 

项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：贴片缺陷判定标准、贴片缺陷原因分析及改善 

技能点：贴片缺陷判定 

2 学习目标 

1、 熟悉贴片方法及工艺要点检验标准； 

2、 熟悉贴片缺陷分析及改善； 

3、 掌握常见贴片缺陷判定。 

3 学情分析 
部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT生产

线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的基础。 

4 学习计划 

54 预习职教云平台贴片缺陷判定下的资源：课件、微课、视频 

55 平台开展讨论：为什么会产生贴片缺陷？从哪几方面进行缺

陷原因查找？ 

56 走进实验室，感受贴片缺陷 

57 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 贴片检验标准、贴片缺陷分析方法 

6 学习检测 完成平台上第 14 课测试题 

7 

学习

活动

设计 

66 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

67 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

68 实施学习计划 

69 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

70 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 

课后

学习

任务 

作业： 

贴片产生原因，用鱼骨图法分析。 

 

9 

课前

学习

任务 

阅读教材： 

        第一章第三节内容：刚性电路板组装贴片 

观看资源： 

       课件：贴片缺陷判定、贴偏原因 

       微课：如何判定贴偏 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 

课上

学习

任务 

知识点讨论： 

1、贴片检验标准 

 电阻、电容、电感贴放标准 

   目标：零件座落在锡垫的中央且未发生偏移，所有各金属封头都能完全与

锡垫接触。 

   可接受：.零件 Y 向偏移，但锡垫尚保有其零件宽度的 20%以上。(Y1 ≧

1/5W)；金属封头纵向偏移出锡垫，但仍盖住锡垫 1/5W 以上。(Y2 ≧1/5W) 

 翼型引脚前缘贴放标准 

目标：各接脚都能座落在各锡垫的中央，而未发生偏移。 

可接受：各接脚已发生偏移，所偏出锡垫以外的接脚，尚未超过锡垫侧端外

缘。 



 翼型引脚贴放标准 

目标：各接脚均能座落在各锡垫的中央，而未发生偏移。 

可接受：各接脚已发生偏移，脚前端 跟剩余锡垫的宽度，最少保有一个接脚

宽度(X≧W) 

2、贴片检验项目 

1） 检查编制的贴片程序是否能正常运行，是否能实现贴片作业需求 

2） 检查贴装元器件种类、型号、极性是否与表面组装样板或相关工艺文件

相符 

3） 检查贴装元器件有无损坏、引脚有无翘曲变形 

4） 检查元器件贴装位置是否偏移或漏贴。 

3、贴片缺陷原因分析 

    贴装偏移、极性贴反、抛料 

 

4、贴片机性能指标 

衡量贴片机的三个重要指标是精度、速度和适应性。 

1） 精度 

精度是贴装机技术规格中的主要指标之一，不同的贴装机制造厂家，使

用的精度体系有不同的定义。精度与贴片机的对中方式有关，其中以全视觉

对中的精度最高。一般来说，贴片的精度体系应该包含三个项目：贴装精度、

分辨率、重复精度，三者之间有一定的相关关系。 

2）速度 

   贴装周期、贴装率、生产量 

3）适应性 

 贴装元器件种类、贴装机能够容纳供料器的数目和种类 

重点知识讲解：贴片缺陷分析 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

11 

教学

设计

反思 

 



项目（任务） 认识回流焊接 

周  次 8 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：回流焊接概念、润湿、表面张力、回流焊接类型 

技能点：认识回流焊接设备 

2 学习目标 

1、 了解润湿、表面张力等名词的含义； 

2、 熟悉回流焊接的工艺过程； 

3、 能认识回流焊接的设备及结构。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

58 预习职教云平台认识回流焊接下的资源：课件、微课、视频 

59 平台开展讨论：热风回流焊接有哪些优缺点？ 

60 走进实验室，感受回流焊接 

61 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 
回流焊接概念、润湿、表面张力、回流焊接类型、回流焊接设

备 

6 学习检测 完成平台上第 15 课测试题 

7 
学习活

动设计 

71 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

72 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

73 实施学习计划 

74 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

75 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

热风回流焊炉的结构组成？ 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第四节内容：刚性电路板组装回流焊接 

观看资源： 

       课件：认识回流焊炉、如何理解润湿 

       视频：热风回流焊工艺过程、BGA 回流焊接过程 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、回流焊接、润湿、表面张力含义 

再流焊是将预先印刷有焊焊膏和贴有元器件的 PCB 送入再流焊炉，先

经过炉子的预热区对之进行预热；再经过炉子的焊接区使焊膏重新熔化，

即再次流动；最后经过炉子的冷却区使焊膏凝固，从而实现元器件与 PCB

焊盘之间可靠的机械与电气连接的一种焊接方式。 

润湿是指熔融的焊料在焊盘表面流动扩散的现象。良好润湿的条件：

情洁、金属间有一定的亲和力 

表面张力指液体分子向其中间自动收缩的力。降低表面张力的方法：

提高焊接温度、改善合金成分和比例、改善焊接环境 

2、回流焊接类型 



 热板传导再流焊 

 红外再流焊 

 热风再流焊 

热风再流焊是利用加热器与风扇，使炉膛内的空气或氮气不断加热并

强制循环流动，从而实现被焊件加热的焊接方法。 

 

由于采用此种加热方式，印制板和元器件的温度接近给定的加热温区

的气体温度，完全克服了红外再流焊的温差和遮蔽效应，故目前应用较广。 

 气相再流焊 

 激光再流焊 

 工具再流焊 

3、回流焊炉结构 

 外部结构 

 

 内部结构 

①加热装置 

组成部件：热风马达、加热管、热电耦、固态继电器 SSR、温控模块等部品  

②基板传送装置 

组成：导轨、网带、中央支撑、链条、运输电机、轨道宽度调整机构、和

运输速度控制机构等部分 

③助焊剂回收装置 

62 却装置 

冷却方式分为：风冷、水冷 

④润滑装置 

⑤电器与计算机控制装置 

重点知识讲解：回流焊接类型及优缺点 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 炉温的设定 

周  次 9 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：炉温曲线作用、分区及设定条件、设置原则 

技能点：炉温曲线的设定方法 

2 学习目标 

1、 掌握炉温曲线的作用、分区及设定条件； 

2、 熟悉炉温曲线设置原则； 

3、 能正确设定不同产品的炉温曲线。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

63 预习职教云平台炉温设定下的资源：课件、微课、视频 

64 平台开展讨论：有铅与无铅炉温曲线有何不同？ 

65 走进实验室，感受炉温曲线 

66 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 炉温曲线作用、分区及设定条件、设置原则、设定方法 

6 学习检测 完成平台上第 16 课测试题 

7 
学习活

动设计 

76 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

77 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

78 实施学习计划 

79 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

80 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

你知道常见炉温曲线分为哪些区域吗？各起什么作用？ 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第四节内容：刚性电路板组装回流焊接 

观看资源： 

       课件：回流焊炉虚拟编程 

       动画：回流焊机开关机及轨道运动、回流焊机工作演示 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、炉温曲线分区、作用、条件 

 
 预热区   

作用：使 PCB 和元器件预热，同时除去焊膏中的水分、溶剂，以防焊膏发



生塌落和焊料飞溅。 

工艺条件：上升速率为 1～3℃/s 

要求：升温要比较缓慢，溶剂挥发较温和，对元器件的热冲击尽可能小。

升温过快会造成对元器件的伤害，比如会引起多层陶瓷电容器开裂。同时

还会造成焊料飞溅，使在整个 PCB 的非焊接区域形成焊料球以及焊料不足

的焊点。 

 保温区 

作用：使 PCB 和组件的温度趋于均匀，并保证焊膏中的助焊剂充分熔化，

在达到再流温度之前焊料能完全干燥；同时还起着焊剂活化的作用，以清

除元器件、焊盘、焊粉中的金属氧化物。 

工艺条件：温度从 120℃上升到 160℃的过程，需要 60～90s 

要求：保温区后电路板上所有元器件的温度均匀一致 

 再流区 

作用：使焊膏快速熔化，再次呈流动状态，替代液态焊剂润湿焊盘和元器

件，这种润湿作用导致焊料进一步扩展，并将组件焊接于 PCB 板上。 

工艺条件：时间不能太长，峰值温度比焊膏熔点高 30-40℃ 

 冷却区 

作用：焊料随温度的降低而凝固 

工艺条件：降温速率一般为 3～4℃／s，冷却至 70～80℃即可。 

要求：以尽可能快的速度来进行降温冷却，这样将有助于得到明亮的焊点 

2、设置原则 

① 根据使用焊膏的温度曲线进行设置，不同金属含量的焊膏有不同的

温度曲线，应依据焊膏供应商提供的温度曲线进行设置。 

② 根据 PCB 板的材料、是否是多层板、外形尺寸大小设置。 

③ 根据表面组装板搭载元器件的密度、元器件的大小以及有无 BGA、

CSP 等特殊元器件进行设置。 

④ 根据再流焊炉设备加热温数目、加热温区的长度等因素进行设置。 

⑤ 根据温度传感器的实际位置来确定各温区的设置温度。若温度传感

器位置在发热体内部，设置温度比实际温度高近—倍左右，若温度传感器

位置在炉体内腔的顶部或底部，设置温度比实际温度高 30℃左右。 

⑥ 炉温设置就高不就低，即各温区温度应尽可能的低。    

重点知识讲解：炉温曲线设定方法 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 炉温的测试 

周  次 9 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：测试点选取方法、测试点连接方法、炉温测试仪使用 

技能点：炉温曲线的测试 

2 学习目标 

1、 掌握炉温曲线测试点的选取和连接方法； 

2、 熟悉炉温测试仪的使用方法； 

3、 能正确设定测试炉温曲线。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

67 预习职教云平台炉温测试下的资源：课件、微课、视频 

68 平台开展讨论：炉温测试中最关键的点在哪？ 

69 走进实验室，感受炉温曲线测试过程 

70 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 测试点选取方法、测试点连接方法、炉温测试仪使用 

6 学习检测 完成平台上第 17 课测试题 

7 
学习活

动设计 

81 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

82 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

83 实施学习计划 

84 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

85 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

炉温曲线每天都需要测试吗？为什么？ 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第四节内容：刚性电路板组装回流焊接 

观看资源： 

       课件：如何测量炉温曲线 

       动画：KIC 数据采集过程演示、回流焊机温度控制 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

    测试点选取方法 

测试点连接方法 

炉温测试仪使用 

重点知识讲解：炉温曲线测试方法 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 回流焊接缺陷判定 

周  次 10 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 

知识点：回流焊接缺陷判定标准、回流焊接缺陷原因分析及改

善 

技能点：回流焊接缺陷判定 

2 学习目标 

1、 熟悉回流焊接方法及工艺要点检验标准； 

2、 熟悉回流焊接缺陷分析及改善； 

3、 掌握常见回流焊接缺陷判定。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

71 预习职教云平台回流焊接缺陷判定下的资源：课件、微课、

视频 

72 平台开展讨论：为什么会产生回流焊接缺陷？从哪几方面进

行缺陷原因查找？ 

73 走进实验室，感受回流焊接缺陷 

74 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 回流焊接检验标准、回流焊接缺陷分析方法 

6 学习检测 完成平台上第 18 课测试题 

7 
学习活

动设计 

86 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

87 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

88 实施学习计划 

89 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

90 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

回流焊接产生原因，用鱼骨图法分析。 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第四节内容：刚性电路板组装回流焊接 

观看资源： 

       课件：回流焊接缺陷判定、贴偏原因 

       微课：如何判定立碑 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

1、回流焊接检验标准 

2、回流焊接检验方法 

 目检法 

    目检是借助带照明或不带照明、放大倍数 2～5 倍的放大镜，用肉眼观

察检验组装板焊点质量。目视检查可以对单个焊点缺陷乃至线路异常及元

器件劣化等同时进行检查，是采用最广泛的一种非破坏性检查方法。 

 自动光学检查法（AOI，Automatic Optic Inspection） 

AOI 测试设备是通过摄像头自动扫描 PCB，采集图像，测试的焊点与数

据库中的合格的参数进行比较，经过图像处理，检查出 PCB 上缺陷，并通



过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来，供维修人员修整。 

 在线测试法（ICT，In-Circuit Test） 

测试属于接触式检测技朮,也是生产中测试最基本的方法之一,由于它

具有很强的故障诊断能力而广泛使用。通常将 SMA 放置在专门设计的针床

夹具上,安装在夹具上的弹簧测试探针与组件的引线或测试焊盘接触,由于

接触了板子上所有网络﹐所有仿真和数字器件均可以单独测试,并可以迅速

诊断出故障器件。  

 X-Ray 检测法 

X-ray 检测是利用 X 射线可穿透物质并在物质中有衰减的特性来发现缺

陷，主要检测焊点内部缺陷，如 BGA、CSP 和 FC 焊点等。 

 功能测试法（FCT，Functional Tester） 

    FCT 的工作原理是将线路板上的被测试单元作为一个功能体，对其提供

输入信号，按照功能体的设计要求检测输出信号。特点是方法简单、投资

少，但不能自动诊断故障。 

3、回流焊接缺陷原因分析 

锡珠： 

 
立碑： 

 

桥接： 

 

重点知识讲解：回流焊接缺陷分析 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 如何实施目视检验 

周  次 10 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：检验的目的、目视检验的方法及项目 

技能点：目视检验的实施 

2 学习目标 

1、 熟悉检验的目的及目视检验的方法； 

2、 掌握目视检验的项目； 

3、 掌握目视检验的实施要点。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

75 预习职教云平台实施目视检验下的资源：课件、微课、视频 

76 平台开展讨论：为什么要检验？如何开展？步骤是什么？ 

77 走进实验室，感受目视检验 

78 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 目视检验的方法、检验工艺及检验的项目 

6 学习检测 完成平台上第 19 课测试题 

7 
学习活

动设计 

91 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

92 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

93 实施学习计划 

94 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

95 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

目视检验的操作要领有哪些？ 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第五节内容：刚性电路板组装检验 

观看资源： 

       课件：如何实施目视检验 

       微课：如何实施目视检验 

       视频：目视检验操作过程 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

    目视检验的方法 

    目视检验的项目 

    目视检验的操作要领 

    重点知识讲解：目视检验的操作要领 

学习效果检测：平台自测 

 

 

 

 

11 
教学设

计反思 

 



项目（任务） 如何实施 AOI 检验 

周  次 11 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：AOI 检验原理、AOI 检验的方法及项目 

技能点：AIOI 检验的实施 

2 学习目标 

1、 熟悉检验的目的及 AOI 检验的原理； 

2、 掌握 AOI 检验的项目； 

3、 掌握 AOI 检验的实施要点。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

79 预习职教云平台实施 AOI 检验下的资源：课件、微课、视频 

80 平台开展讨论：为什么要检验？如何开展？步骤是什么？ 

81 走进实验室，感受 AOI 检验 

82 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 AOI 检验的原理、方法、AOI 结构及检验的项目 

6 学习检测 完成平台上第 20 课测试题 

7 
学习活

动设计 

96 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

97 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

98 实施学习计划 

99 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

100 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

AIOI 检验的操作要领有哪些？ 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第五节内容：刚性电路板组装检验 

观看资源： 

       课件：如何实施 AOI 检验 

       微课：如何实施 AOI 检验 

       视频：AOI 检验操作过程 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

    AOI 检验的方法 

    AOI 检验的项目 

    AOI 检验的操作要领 

    重点知识讲解：AIOI 检验的操作要领 

学习效果检测：平台自测 
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项目（任务） 组装品质管控 

周  次 11 星  期 3 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：品质管控的目的、手法、鱼骨图分析法 

技能点：鱼骨图的绘制 

2 学习目标 

1、 熟悉品质管控的目的及手法； 

2、 掌握鱼骨图分析法的五要素； 

3、 掌握鱼骨图的绘制方法。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

83 预习职教云平台组装品质管控下的资源：课件、微课、视频 

84 平台开展讨论：什么是鱼骨图？有几大要素组成？ 

85 上网查找资料，了解鱼骨图 

86 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 品质管控的目的、手法、鱼骨图分析法、鱼骨图绘制 

6 学习检测 完成平台上第 21 课测试题 

7 
学习活

动设计 

101 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

102 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

103 实施学习计划 

104 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

105 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

请用鱼骨图法分析立碑缺陷产生的原因？ 

 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第五节内容：刚性电路板组装检验 

观看资源： 

       课件：如何绘制鱼骨图 

       微课：如何绘制鱼骨图 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

    品质管控的目的 

品质管控手法 

鱼骨图分析法     

重点知识讲解：鱼骨图绘制方法 

学习效果检测：平台自测 
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项目（任务） 不良品返修 

周  次 12 星  期 1 节  次 34 

序号 项目 内容 

1 知识点（技能点） 
知识点：不良品返修的工具、CHIP 件返修方法、芯片返修方法 

技能点：不良品的返修 

2 学习目标 

1、 认识不良品返修的工具； 

2、 正确选用返修工具； 

3、 掌握不良品返修的步骤及操作要领。 

3 学情分析 

部分学生在上学期的生产实训中，企业的岗位就在 SMT 生

产线，对 SMT 有了基本认识，为本学期课程学习奠定了较好的

基础。 

4 学习计划 

87 预习职教云平台不良品返修下的资源：课件、微课、视频 

88 平台开展讨论：如何拆卸与焊接 IC 芯片 

89 走进实验室，感知不良品返修过程 

90 完成平台上对应的测试题 

5 学习内容 不良品返修的工具、CHIP件返修方法、芯片返修方法 

6 学习检测 完成平台上第 22 课测试题 

7 
学习活

动设计 

106 浏览课程资源，包括教材及课程平台相应章节的内容及资源 

107 制定学习计划，保质保量完成课前、课中及课后的学习任务 

108 实施学习计划 

109 学习评价，对课程资源质量及学习计划进行评价，为后续改善提供依据 

110 学习巩固与完善。对掌握不扎实的知识进行再学习，提升学习效果。 

8 
课后学

习任务 

作业： 

请描述 CHIP 件返修步骤 

实验：请动手完成 IC 芯片拆卸与焊接 

9 
课前学

习任务 

阅读教材： 

        第一章第六节内容：刚性电路板组装返修 

观看资源： 

       课件：如何返修不良品 

       视频：SMD 拆卸与焊接、CHIP 拆卸与焊接 

       课前学习检测： 平台章节下测试题 

10 
课上学

习任务 

知识点讨论： 

 不良品返修的工具 

CHIP 件返修方法 

芯片返修方法 

红外返修台的使用     

重点知识讲解：不良品的返修要领 

学习效果检测：平台自测 
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